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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体像を検出する受光素子部を備えた固体撮像素子と、
　前記固体撮像素子の駆動回路を構成する複数の電子部品が内部または表面に実装され、
内部に複数の導体層および複数のビアが形成された積層基板と、
　前記積層基板の表面に設けられ、前記複数の電子部品のうちのいずれかが電気的に接続
される接続ランドと、
　前記積層基板の前記表面に設けられ、複数の信号ケーブルが電気的に接続されるケーブ
ル接続ランドと、
　を備え、
　前記積層基板の積層方向に垂直な平面において、前記複数のビアおよび埋設された前記
電子部品が、前記被検体像の撮影光軸に沿った方向にのみ隣接して並設され、前記複数の
電子部品のうちの少なくとも１つが前記積層基板の内部において、前記接続ランドまたは
前記ケーブル接続ランドに対して重畳する位置に埋設されていることを特徴とする撮像装
置。
【請求項２】
　前記被検体像の撮影光軸に沿った方向に対して、前記固体撮像素子の投影面内に前記積
層基板、前記複数の電子部品および前記複数の信号ケーブルが収まるように配設されてい
ることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
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　前記積層基板の前記導体層は、前記固体撮像素子の受光素子部が形成された平面に直交
する方向に延設するように積層形成されていることを特徴とする請求項１または請求項２
に記載の撮像装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の撮像装置が挿入部の先端部に設けられた
ことを特徴とする電子内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置およびこの撮像装置が設けられた電子内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知の如く、内視鏡は、生体の体内（体腔内）における医療用の観察、処置など、また
は工業用のプラント設備内の検査、修理などのため広く用いられている。特に、医療用の
内視鏡は、細長の挿入部を体腔内に挿入することにより、切開を必要とすることなく、体
腔内の検査対象部位を観察でき、必要に応じ、処置具を用いて治療処置できるため広く用
いられるようになった。
【０００３】
　このような内視鏡には、例えば、特許文献１に開示されるような、挿入部の先端部に撮
像装置が配設されている電子内視鏡がある。このような従来の電子内視鏡は、挿入部の先
端に内蔵される従来の撮像装置に固体撮像素子の駆動回路などを構成するコンデンサ、Ｉ
Ｃチップなどの電子部品が取り付けられた回路基板が設けられている。
【０００４】
　そして、従来の電子内視鏡に用いられる撮像装置は、回路基板が固体撮像素子の後側に
隣接して、この固体撮像素子に固定された構造を有している。なお、従来の撮像装置は、
回路基板の後端側に端子が設けられ、これら端子に信号ケーブルが半田付けされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－３０４８７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の電子内視鏡に内蔵される撮像装置は、電子部品とケーブル接続端
子が回路基板上の同一平面上に形成されているため、電子部品と信号ケーブルのそれぞれ
の接続に所定の面積が必要となり、小型化に限界があるという問題があった。
【０００７】
　そのため、撮像装置が内蔵される電子内視鏡の挿入部の先端部の小型化にも限界があり
、電子内視鏡の挿入部の細径化を阻害しているという問題があった。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは従
来よりも小型化が可能な撮像装置となり、挿入部の先端部の小型化が可能となることで挿
入部を細径化できる電子内視鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様の撮像装置は、被検体像を検出する受光素子部を備えた固体撮像素子と
、前記固体撮像素子の駆動回路を構成する複数の電子部品が内部または表面に実装され、
内部に複数の導体層および複数のビアが形成された積層基板と、前記積層基板の表面に設
けられ、前記複数の電子部品のうちのいずれかが電気的に接続される接続ランドと、前記
積層基板の前記表面に設けられ、複数の信号ケーブルが電気的に接続されるケーブル接続
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ランドと、を備え、前記積層基板の積層方向に垂直な平面において、前記複数のビアおよ
び埋設された前記電子部品が、前記被検体像の撮影光軸に沿った方向にのみ隣接して並設
され、前記複数の電子部品のうちの少なくとも１つが前記積層基板の内部において、前記
接続ランドまたは前記ケーブル接続ランドに対して重畳する位置に埋設されている。
【００１０】
　本発明の一態様の内視鏡は、被検体像を検出する受光素子部を備えた固体撮像素子と、
前記固体撮像素子の駆動回路を構成する複数の電子部品が内部または表面に実装され、内
部に複数の導体層および複数のビアが形成された積層基板と、前記積層基板の表面に設け
られ、前記複数の電子部品のうちのいずれかが電気的に接続される接続ランドと、前記積
層基板の前記表面に設けられ、複数の信号ケーブルが電気的に接続されるケーブル接続ラ
ンドと、を備え、前記積層基板の積層方向に垂直な平面において、前記複数のビアおよび
埋設された前記電子部品が、前記被検体像の撮影光軸に沿った方向にのみ隣接して並設さ
れ、前記複数の電子部品のうちの少なくとも１つが前記積層基板の内部において、前記接
続ランドまたは前記ケーブル接続ランドに対して重畳する位置に埋設されている撮像装置
が挿入部の先端部に設けられている。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、従来よりも小型化が可能な撮像装置となり、挿入部の先端部の小型化
が可能となることで挿入部を細径化できる電子内視鏡を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施の形態の内視鏡を具備する内視鏡装置の外観を示す斜視図
【図２】同、先端部の先端面の構成を示す平面図
【図３】同、固体撮像素子および積層基板を後方から見た平面図
【図４】同、撮像装置の回路基板の構成を示す上面図
【図５】同、図４のＶ－Ｖ線に沿った回路基板の断面図先端部の先端面の構成を示す平面
図
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して、本実施の形態の内視鏡先端構造を備える内視鏡について説明す
る。図１は、本実施形態を示す内視鏡を具備する内視鏡装置の外観を示す斜視図、図２は
先端部の先端面の構成を示す平面図、図３は固体撮像素子および積層基板を後方から見た
平面図、図４は撮像装置の回路基板の構成を示す上面図、図５は図４のＶ－Ｖ線に沿った
回路基板の断面図である。
【００１４】
　なお、以下の説明において、実施の形態に基づく図面は、模式的なものであり、各部分
の厚みと幅との関係、夫々の部分の厚みの比率などは現実のものとは異なることに留意す
べきであり、図面の相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれてい
る場合がある。
【００１５】
　図１に示すように、内視鏡装置１は、電子内視鏡（以下、単に内視鏡という）２および
周辺装置３により主要部が構成されている。内視鏡２は、被検体内に挿入される挿入部４
と、この挿入部４の基端側に接続された操作部５と、ユニバーサルコード６と、内視鏡コ
ネクタ７とから主要部が構成されている。
【００１６】
　周辺装置３は、光源装置９、ビデオプロセッサ１０、接続ケーブル１１、キーボード１
２、モニタ１３などが架台８に載置されてシステムが構成されている。また、このような
構成を有する内視鏡２および周辺装置３とは、内視鏡コネクタ７により互いに接続されて
いる。
【００１７】
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　内視鏡２の操作部５には、湾曲操作ノブ１４と、内視鏡機能を操作するボタン類１５，
１６と、処置具挿入口１７と、操作部材である回動自在な固定用レバー１８とが設けられ
ている。なお、湾曲操作ノブ１４は、上下湾曲操作用ノブ２１と左右湾曲操作用ノブ２２
とから構成されている。
【００１８】
　内視鏡２の挿入部４は、先端側から順に、先端部３１と、この先端部３１の基端側に連
設された動作部である複数方向に湾曲自在な湾曲部３２と、この湾曲部３２の基端側に連
設された可撓管部３３と、により構成されている。
【００１９】
　湾曲部３２は、操作部５に設けられた湾曲操作ノブ１４の２つ上下湾曲操作用ノブ２１
と左右湾曲操作用ノブ２２による回動操作入力によって動作する。即ち、湾曲部３２は、
湾曲操作ノブ１４の操作によって湾曲するものであり、挿入部４内に挿通された湾曲操作
ワイヤ（不図示）の牽引弛緩に伴い、例えば上下左右の４方向に湾曲自在となっている。
【００２０】
　内視鏡２のユニバーサルコード６の先端に設けられた内視鏡コネクタ７は、周辺装置３
の光源装置９に接続されている。内視鏡コネクタ７には、図示しない各種口金や、各種電
気接点が設けられているとともに、ビデオプロセッサ１０と接続ケーブル１１を介して電
気的に接続されている。
【００２１】
　内視鏡２には、光源装置９からの照明光を伝送するライトガイドバンドル（不図示）が
配設され、このライトガイドバンドルによる照明光の出射端に照明レンズ(不図示)が配置
されている。この照明レンズは、挿入部４の先端部３１に設けられており、照明光が被検
体に向けて照射される。
【００２２】
　なお、上述した内視鏡装置１の構成はあくまでも一例であり、上述の構成に限定されな
い。
【００２３】
　次に、本実施の形態の内視鏡２の先端部３１の構成と、この先端部３１に配設される撮
像装置の構成について以下に詳しく説明する。　
　図２に示すように、内視鏡２の挿入部４の先端部３１内には、撮像装置４０が設けられ
、この撮像装置４０を嵌合保持する略円柱状の先端部本体４１を備えている。この先端部
本体４１の基端外周部には、先端部３１に撮像装置を収容する内部空間を形成する硬質管
４２が嵌合されている。
【００２４】
　撮像装置４０は、レンズユニット４３、固体撮像素子４４、ＦＰＣ（フレキシブルプリ
ント基板）４５および回路基板である積層基板４６を主に有している。なお、積層基板４
６には、電気ケーブル束４７の複数の信号ケーブル４８が接続されている。
【００２５】
　レンズユニット４３は、対物光学系である複数の対物レンズ４３ａを保持するレンズホ
ルダ４３ｂを備えており、このレンズホルダ４３ｂが先端部本体４１に挿嵌固定される。
これにより、レンズユニット４３が先端部本体４１に固定される。
【００２６】
　固体撮像素子４４は、ＣＣＤ、ＣＭＯＳなどであって、レンズユニット４３の複数の対
物レンズによって集束された被検体像（図中の撮影光軸Ｏで示す撮影光）を検出する画素
部としての受光素子部４４ａを備えている。そして、固体撮像素子４４は、受光素子部４
４ａを覆うようにガラスリッド４９が貼着されている。
【００２７】
　ガラスリッド４９は、前面がレンズユニット４３の最基端の対物レンズ４３ａと固着さ
れている。即ち、レンズユニット４３と固体撮像素子４４は、ガラスリッド４９を介して
固着されている。
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【００２８】
　固体撮像素子４４は、その表面下部の電極（不図示）に、ＦＰＣ４５のフライングリー
ド（不図示）が電気的に接続され、封止樹脂４５ａにより封止されている。この封止樹脂
４５ａは、ＦＰＣ４５の先端にて略９０°折り曲げられているフライングリードを覆い、
封止している。
【００２９】
　ＦＰＣ４５は、固体撮像素子４４から後方側に延設されている。このＦＰＣ４５上には
、積層基板４６が電気的および機械的に接続されており、これらＦＰＣ４５および積層基
板４６によって撮像装置４０の回路基板部が構成されている。
【００３０】
　撮像装置４０には、レンズユニット４３の基端部分から電気ケーブル束４７の先端部分
までを覆うように熱収縮チューブ５０が配設されている。この熱収縮チューブ５０内は、
充填樹脂５１によって部品間の隙間が埋められている。なお、先端部３１の内部空間を埋
めるように、充填樹脂５１を、熱収縮チューブ５０と硬質管４２との間にも充填してもよ
い。
【００３１】
　電気ケーブル束４７は、挿入部４に挿通配置され、図１に示した、操作部５およびユニ
バーサルコード６を介して、内視鏡コネクタ７まで延設されている。
【００３２】
　また、上述のライトガイドバンドル（不図示）は、光源装置９からの照明光を先端部に
伝送する複数の光ファイバを束ねた構成となっており、外皮に被覆された状態で挿入部４
の湾曲部３２および可撓管部３３に挿通配置され、図１に示した、操作部５およびユニバ
ーサルコード６を介して、内視鏡コネクタ７まで延設されている。
【００３３】
　次に、本実施形態の積層基板４６の構成について、以下に説明する。　
　積層基板４６は、図３から図５に示すように、上部表面（上面）に、少なくとも１つ、
ここでは２つの電子部品５５，５６が実装され、内部に、少なくとも１つ、ここでは２つ
の電子部品５７，５８が埋設されて、後述する固体撮像素子４４の駆動回路を構成する合
計４つの電子部品５５，５６，５７，５８が設けられている。
【００３４】
　積層基板４６の上部表面には、図４および図５に示すように、第１の電子部品５５が電
気的に接続される２つの接続ランド６１と、第２の電子部品５６が電気的に接続される２
つの接続ランド６２と、複数、ここでは６つの信号ケーブル４８が半田などで電気的に接
続される６つのケーブル接続ランド６３が形成されている。
【００３５】
　積層基板４６の下部表面には、ＦＰＣ４６の接続端子と電気的に接続される複数の接続
ランド６４，６５，６６，６７が形成されている。
【００３６】
　積層基板４６の内部には、複数の導体層７６，７７，７８が積層されている。これら導
体層７６，７７，７８は、積層基板４６内に設けられた、複数のビア７１，７２，７３，
７４，７５の何れかと電気的に接続するように形成されている。
【００３７】
　例えば、積層基板４６の上面側の２つの接続ランド６１は、ビア７１，７２を介して、
積層基板４６の下面側の異なる２つの接続ランド６４（図５では１つのみ図示）と電気的
に接続されており、積層基板４６の上面側の２つの接続ランド６２は、ビア７３，７４を
介して、積層基板４６の下面側の異なる２つの接続ランド６７（図５では１つのみ図示）
と電気的に接続されている。
【００３８】
　なお、第３の電子部品５７は、導体層７６に電気的に接続され、第４の電子部品５８は
導体層７７に電気的に接続されている。これら導体層７６，７７は、ここでは図示されて
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いないビアを介して、積層基板４６の下面側に形成された接続ランド６５，６６と電気的
に接続されている。
【００３９】
　また、６つのケーブル接続ランド６３は、それぞれ個別に複数のビア７５（図５では１
つのみ図示）を介して、導体層７６，７７，７８などに電気的に接続されている。なお、
導体層７８は、ビア７３（またはビア７４）を介して、下面側の接続ランド６７と電気的
に接続されている（いずれも図５では１つのみ図示）。
【００４０】
　そして、本実施の形態の積層基板４６は、第１の電子部品５５または第２の電子部品５
６が接続される、上部側の表面に形成された複数の接続ランド６１，６２に対して第３の
電子部品５７が上面視にて重なる位置に埋設されており、信号ケーブル４８が接続される
、上部側の表面に形成された複数のケーブル接続ランド６３に対して第４の電子部品５８
が上面視にて重なる位置に埋設されている。
【００４１】
　換言すると、積層基板４６は、第３の電子部品５７が第１の電子部品５５または第２の
電子部品５６が接続される複数の接続ランド６１，６２に重畳する位置に埋設されており
、第４の電子部品５８が信号ケーブル４８と接続される複数の接続ランド６３に重畳する
位置に埋設されている。
【００４２】
　これにより、積層基板４６は、例えば、上部側の表面一面上に全ての電子部品５５，５
６，５７，５８を実装して、信号ケーブル４８が接続される複数のケーブル接続ランド６
３を配置する構成に比して、上面視における基板面積を縮小することが可能となり、その
結果、撮像装置４０の小型化が可能となる。
【００４３】
　これに加え、本実施の形態の積層基板４６は、図３に示したように、上面に実装される
第１の電子部品５５および第２の電子部品５６および接続される複数の信号ケーブル４８
を含めた全体が固体撮像素子４４の投影面積内に収まるように配置されている。即ち、積
層基板４６は、撮影光軸Ｏに沿った方向に対して、全体が固体撮像素子４４の投影面積内
に収まるように配置されている。このため、撮像装置４０の小型化が実現できる。
【００４４】
　ところで、複数の導体層７６，７７，７８は、積層基板４６において、受光素子部４４
ａが設けられた平面に対して平行に積層形成すると、積層基板４６の高さ方向が大きくな
り、積層基板４６が固体撮像素子４４の投影面積内に収めることは困難となる。
【００４５】
　そのため、本実施の形態の積層基板４６では、内部の複数の導体層７６，７７，７８が
固体撮像素子４４の受光素子部４４ａが設けられた平面に対して垂直な方向に延設するよ
うに積層して形成されている。
【００４６】
　即ち、受光素子部４４ａが設けられた固体撮像素子４４の平面に直交する方向に延設す
るように複数の導体層７６，７７，７８を積層形成することで、積層基板４６を低背とす
ることができ、固体撮像素子４４の投影面積内に収めることが可能となる。
【００４７】
　さらに、積層基板４６の製造工程上、埋設する第３の電子部品５７および第４の電子部
品５８と複数のビア７１，７２，７３，７４との間に所定の距離を設けて、それぞれを離
間させる必要がある。
【００４８】
　そのため、本実施の形態では、埋設する第３の電子部品５７および第４の電子部品５８
に対して積層基板４６の前後方向に複数のビア７１，７２，７３，７４を隣接させて、積
層基板４６の長手方向に沿って並設することにより、積層基板４６の幅方向への広がりを
抑えて、積層基板４６の幅が小さくなるようにしている。その結果、撮像装置４０の細径
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化が可能となる。
【００４９】
　上述の実施の形態に記載した発明は、その実施の形態および変形例に限ることなく、そ
の他、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々の変形を実施し得ることが可能であ
る。さらに、上記実施の形態には、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の
構成要件における適宜な組合せにより種々の発明が抽出され得るものである。
【００５０】
　例えば、実施の形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、述べ
られている課題が解決でき、述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削
除された構成が発明として抽出され得るものである。
【符号の説明】
【００５１】
１…内視鏡装置
２…電子内視鏡
３…周辺装置
４…挿入部
５…操作部
６…ユニバーサルコード
７…内視鏡コネクタ
８…架台
９…光源装置
１０…ビデオプロセッサ
１１…接続ケーブル
１２…キーボード
１３…モニタ
１４…湾曲操作ノブ
１５，１６…ボタン類
１７…処置具挿入口
１８…固定用レバー
２１…上下湾曲操作用ノブ
２２…左右湾曲操作用ノブ
３１…先端部
３２…湾曲部
３３…可撓管部
４０…撮像装置
４１…先端部本体
４２…硬質管
４３…レンズユニット
４３ａ…対物レンズ
４３ｂ…レンズホルダ
４４…固体撮像素子
４４ａ…受光素子部
４５…フレキシブルプリント基板
４５ａ…封止樹脂
４６…積層基板
４７…電気ケーブル束
４８…信号ケーブル
４９…ガラスリッド
５０…熱収縮チューブ
５１…充填樹脂
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５５…第１の電子部品
５６…第２の電子部品
５７…第３の電子部品
５８…第４の電子部品
６１，６２…接続ランド
６３…ケーブル接続ランド
６４，６５，６６，６７…接続ランド
７１，７２，７３，７４，７５…ビア
７６，７７，７８…導体層

【図１】 【図２】
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